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PROCESSO DE SOLDA TIG EM LIGA DE COBRE SEM ADICAO DE MATERIAL PARA
CAMARAS DE ULTRA ALTO VACUO DE ANEIS DE ARMAZENAMENTO DE ELETRONS
Bagnato, O.R.(1); Ramos, B.M.(2); Seraphim, R.M.(2); Kakizaki, D.Y.(1); Pimentel, P.M.(3);
Laboratorio Nacional de Luz Sincrotron / Universidade Sdo Francisco(l); LNLS / USF(2); LNLS(3);
LNLS(4); UFERSA(5);

O LNLS (Laborat6rio nacional de Luz Sincrotron) esta projetando e construindo uma nova fonte de luz
sincrotron - Projeto Sirius. Um dos itens cruciais deste equipamento, sdo as camaras de vacuo, que serdo
fabricadas numa liga de CuAg, que devem ser soldadas pelo processo TIG. O desenvolvimento e a
padronizagdo da solda TIG possibilitard a repetibilidade do procedimento, fazendo com que as unides
apresentem caracteristicas semelhantes, possibilitando assim a fabricacdo em série das mesmas. A proposta
deste projeto € definir e otimizar os parametros da solda TIG para UAV e fazer sua caracterizagdo
microestrutural e mecénica, na liga de CuAg com intuito de minimizar aporosidade da soldae oxidacdo do
material, tornando-a assim sua aplicacdo e producdo em série viavel para o projeto Sirius. No
desenvolvimento deste projeto, foi desenvolvido um programa da soldaautomatizada através de um bracgo
robotico; estudado e definidos os pardmetros de soldagem; caracterizagdo das soldas através dos ensaios
microestruturais por MEV e DRX, além de ensaios mecanicos; comprovar a repetibilidade do processo. Os
resultados preliminares indicam que o processo de soldagemda liga de CuAg sdo promissores, embora haja
ainda problemas com porosidade em torno de 0,1 %. A microestrutura estd adequada com uma zona
termicamente afetada homogénea e pequena.
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